MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZEDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Warszawa, dnia 23 lipca 2021 r.

Poz. 685

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGIIV

z dnia 5 lipca 2021 r.

w sprawie wlgczenia kwalifikacji rynkowej ,,Montaz i demontaz komponentéow typu BGA (BGA — Ball Grid Array)”
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 226) oglasza si¢ w zalagczniku do niniejszego obwieszczenia informacje o wlaczeniu kwalifikacji rynkowej

,Montaz i demontaz komponentow typu BGA (BGA — Ball Grid Array)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii: J. Gowin

D Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje dzialem administracji rzagdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzg-
dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 6 pazdziernika 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu dziatania Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii (Dz. U. poz. 1718).
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Zatacznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 5 lipca 2021 r. (poz. 685)

INFORMACIJE O WEACZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ , MONTAZ I DEMONTAZ KOMPONENTOW
TYPU BGA (BGA — BALL GRID ARRAY)” DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACII

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej

Montaz i demontaz komponentéw typu BGA (BGA — Ball Grid Array)

2. Nazwa dokumentu potwierdzajacego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

3. OKkres waznoS$ci dokumentu potwierdzajacego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat jest wazny 4 lata od daty wydania. Po tym czasie konieczne jest ponowne poddanie si¢ walidacji.

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej

3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

5. Efekty uczenia si¢ wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektow uczenia si¢

Osoba posiadajaca kwalifikacj¢ ,,Montaz i demontaz komponentéw typu BGA (BGA — Ball Grid Array)” postuguje si¢
dokumentacja techniczng w zakresie montazu i demontazu komponentéw typu BGA. Charakteryzuje przepisy bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania montazu i demontazu komponentow typu BGA. Uzywa specjalistyczne-
go sprzetu do lutowania BGA, kontroluje przyrost temperatury w czasie, ustawiajac tzw. profile lutowania, oraz kontro-
luje proces montazu i dokonuje inspekcji wizualnej wymienionego komponentu.

Zestaw 1

Omawianie genezy ladunkéw elektrostatycznych, uszkodzen wywolywanych wyladowaniami elektrostatycznymi
oraz sposobow zabezpieczania przed wyladowaniami elektrostatycznymi

Poszczegolne efekt . - Lo
rese y Kryteria weryfikacji ich osiagniecia
uczenia si¢
Wyjasnia powstawanie — definiuje i opisuje zjawisko elektryzacji,
zjawisk wyladowan — omawia warunki, w jakich dochodzi do powstania wytadowan elektrostatycznych,
elektrostatycznych o o ) ) ) ]
— wymienia czynniki wplywajace na wlasciwosci elektrostatyczne materiatow,
— wskazuje materiaty wrazliwe na wyladowania elektrostatyczne.
Rozpoznaje skutki — omawia widoczne skutki uszkodzen spowodowanych wytadowaniami elektrostatycznymi,
uszkodzen Wy\yolanych — omawia powstawanie uszkodzen ukrytych.
wyladowaniami
elektrostatycznymi
Charakteryzuje — omawia zabezpieczenia przed wyladowaniem elektrostatycznym w warunkach rzeczywi-
zabezpieczenia przed stych,
wytadowaniami . — omawia oraz demonstruje systemy uziemienia osobistego,
elektrostatycznymi ] ) ) o )
— omawia oznakowanie strefy ochronnej przed wytadowaniami elektrostatycznymi,
— opisuje uziemienie stanowiska pracy.
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Zestaw 2

Przygotowanie specjalistycznego sprzetu do montazu i demontazu ukladéw scalonych typu BGA

Poszczegolne efekty
uczenia si¢

Kryteria weryfikacji ich osiggniecia

Postuguje si¢
dokumentacja
technologiczna

— wskazuje niezbedne materiaty, schematy, normy, instrukcje, aby wykona¢ montowanie
oraz wymian¢ uktadow scalonych typu BGA,

— postuguje si¢ dokumentacjg technologiczng w celu odpowiedniego przygotowania sprze-
tu do demontazu, montazu uktadow scalonych typu BGA,

— charakteryzuje elementy sktadowe procesu montazu i demontazu komponentu typu BGA.

Dobiera narzedzia do
wykonania montazu

i demontazu
komponentow typu BGA

— dobiera odpowiednie materialy do wykonania operacji montazu i demontazu komponen-
tow typu BGA,

— omawia narz¢dzia stosowane podczas montazu i demontazu komponentow typu BGA,

— dobiera odpowiednie parametry montazu i demontazu na podstawie dokumentacji tech-
niczne;j.

Sprawdza gotowos¢
uzycia sprzetu do
montazu i demontazu
komponentow typu BGA

— charakteryzuje elementy panelu sterujacego urzadzenia do montazu i demontazu kompo-
nentu typu BGA,

— charakteryzuje typy pracy tych urzadzen,
— sprawdza stan techniczny sprz¢tu do montazu i demontazu komponentoéw typu BGA.

Zestaw 3

Obslugiwanie specjalistycznego sprzetu do montazu i demontazu komponentéw typu BGA

Poszczegolne efekty
uczenia si¢

Kryteria weryfikacji ich osiagniecia

Uzbraja sprze¢t do
montazu i demontazu
komponentow typu BGA
w odpowiednie narzedzia

— dobiera odpowiednie koncowki do wypozycjonowania komponentu typu BGA,
— mocuje koncdéwki do wypozycjonowania komponentu typu BGA,
— dobiera szyny montazowe do wypozycjonowania plyty elektroniczne;j,

— mocuje szyny montazowe do urzadzenia.

Ustawia dane
w sterowniku urzadzenia

— wybiera tryb pracy urzadzenia na panelu sterujacym,
— ustala wartosci temperatur dla komponentu typu BGA,
— ustala czas trwania montazu (lutowania) komponentu typu BGA.

Mocuje ptyte — mocuje plyte elektroniczng w odpowiednich szynach montazowych,
elektroniczng — ustala punkty referencyjne.
Zestaw 4

Demontowanie komponentéw typu BGA

Poszczegolne efekty
uczenia si¢

Kryteria weryfikacji ich osiagniecia

Demontuje komponenty
typu BGA

— omawia zabezpieczenia obszaru BGA,
— demonstruje przygotowanie profilu demontazu,
— stosuje odpowiednig technologi¢ demontazu do rodzaju demontowanego komponentu,

— omawia problemy wystepujace podczas demontazu komponentu.

Charakteryzuje przepisy
bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas
wykonywania demontazu
i montazu komponentéw
typu BGA

— wymienia §rodki ochrony indywidualnej wlasciwe dla wykonywanych zadan podczas
wykonywania montazu i demontazu komponentéw typu BGA,

— omawia zasady bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania zadan montazu
i demontazu komponentow typu BGA,

— omawia zasady ochrony przeciwpozarowej podczas wykonywania zadan montazu i de-
montazu komponentéw typu BGA.
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Zestaw 5

Przygotowanie pol lutowniczych pod wymiane komponentu typu BGA

Poszczegolne efekty
uczenia si¢

Kryteria weryfikacji ich osiggniecia

Przygotowuje ptyte PCB
(PCB — ptytka
drukowana)

— charakteryzuje proces usuwania starego lutowia z padéw PCB,

— wykonuje usunigcie starego lutowia z padéw PCB.

Stosuje materialy do
mocowania
komponentéow typu BGA

— omawia materiaty do mocowania komponentow typu BGA (np. spoiwo, topnik, pasta, sita),
— naktada topnik, past¢ poprzez zastosowanie sit do mocowania komponentéw typu BGA.

Zestaw 6

Przygotowanie komponentu do montazu oraz montaz

Poszczegolne efekty
uczenia si¢

Kryteria weryfikacji ich osiagniecia

Postuguje si¢
dokumentacja
projektowa,
specyfikacjami
technicznymi, normami,
katalogami oraz
instrukcjami do
wykonania montazu

— postuguje si¢ dokumentacja projektowa w zakresie montazu komponentu,
— korzysta z norm i katalogéw zwigzanych z montazem komponentow typu BGA.

komponentow typu BGA
Montuje komponent typu | — wskazuje i stosuje odpowiednig technologie montazu do zastosowanego rodzaju komponentu,
BGA — zabezpiecza obszar BGA,

— wykonuje montaz komponentu typu BGA,

— wyjasnia mozliwe problemy wystepujace podczas montazu komponentow typu BGA.
Zestaw 7

Kontrolowanie procesu montazu ukladu scalonego typu BGA

Poszczegolne efekty
uczenia si¢

Kryteria weryfikacji ich osiagniecia

Dobiera narzgdzia

i sprzet do wykonania
kontroli montazu uktadu
scalonego typu BGA

— opisuje rodzaje i budowe sprzgtu stosowanego do kontroli montazu komponentow typu BGA,
— dobiera niezbe¢dne narzedzia do kontroli montazu.

Kontroluje montaz
uktadu scalonego typu
BGA

— dobiera odpowiednig metode do przeprowadzenia kontroli montazu,

— wykonuje kontrole¢ montazu za pomocg wczesniej dobranego sprzetu do kontroli montazu
komponentow typu BGA,

— omawia wyniki przeprowadzonej kontroli montazu.

Zestaw 8

Przeprowadzenie inspekcji wizualnej wymienionego komponentu

Poszczegolne efekty
uczenia sie¢

Kryteria weryfikacji ich osiagniecia

Stosuje sprzet do
inspekcji wizualnej

— dobiera odpowiedni sprz¢t do wykonania inspekceji wizualnej wymienionego komponentu,
— stosuje wybrany sprzet do przeprowadzenia inspekcji wizualne;.
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Ocenia jako$¢ — ocenia jako$¢ wykonania wymiany komponentu typu BGA,
wykonania wymiany — omawia wyniki oceny jako$ci wykonania wymiany komponentu typu BGA.
komponentu typu BGA

6. Wymagania dotyczace walidacji i podmiotow przeprowadzajacych walidacje

1. Metody walidacji

Do weryfikacji drugiego efektu uczenia si¢ wymienionego w zestawie 4 (dotyczacego zasad BHP) dopuszcza si¢ jedynie
zastosowanie testu teoretycznego polaczonego z rozmowa z komisja walidacyjna.

Do weryfikacji efektow uczenia si¢ zawartych w zestawach: 1, 2, 3, 4 (pierwszy efekt uczenia si¢), 5, 6, 7, 8 dopuszcza si¢
jedynie zastosowanie metody obserwacji w warunkach symulowanych oraz wywiadu swobodnego z komisja walidacyjna.

2. Zasoby kadrowe
Komisja walidacyjna sktada si¢ z minimum 2 os6b.
Od cztonkow komisji walidacyjnej wymaga sie:

a) posiadania pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych,

b) posiadania minimum 5-letniego doswiadczenia zawodowego na stanowisku instruktora obejmujacego efekty ucze-
nia si¢ wyodrebnione w ramach kwalifikacji,

¢) posiadania minimum 3-letniego doswiadczenia zawodowego w ciagu ostatnich 7 lat w prowadzeniu zaje¢ dydak-
tycznych lub przeprowadzaniu egzaminéw oraz

d) spehienia co najmniej jednego z nastgpujacych warunkow:
— posiadania dyplomu ukonczenia studiow wyzszych zakonczonych uzyskaniem tytulu zawodowego inzyniera

albo magistra inzyniera na kierunku: elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja, mechatronika, inzynieria
produkcji lub pokrewnym,
— posiadania certyfikatu(-tow) lub zaswiadczen producentéw elektroniki.

3. Sposéb organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne
Walidacja podzielona jest na dwa etapy:
Pierwszy etap walidacji obejmuje drugi efekt uczenia si¢ zawarty w zestawie nr 4 (dotyczacy zasad BHP). Nie okresla si¢
specjalnych warunkéw organizacyjnych i technicznych niezbgdnych do przeprowadzenia testu teoretycznego. Warunki
lokalowe: pomieszczenie zapewniajace warunki odpowiednie do pracy umystowej pod wzgledem o$wietlenia i nat¢zenia
dzwickow, stot i krzesto. Potwierdzenie posiadania umiejetnosci, o ktodrych mowa w drugim efekcie uczenia si¢ zawar-
tym w zestawie 4, pozwala na podejscie do kolejnego etapu walidacji.
Drugi etap walidacji obejmuje zestawy efektow uczenia si¢: 1, 2, 3, 4 (pierwszy efekt uczenia si¢), 5, 6, 7, 8. Zadania
wykonywane sg przy przygotowanym zestawie testowym sktadajacym si¢ ze stotu wyposazonego w matg ochronng ESD,
odziez ochronng ESD, system uziemienia osobistego, komponenty elektroniczne, plyt¢ drukowang, zestaw narzedzi
i urzadzen niezbednych do wykonania demontazu i montazu komponentéw typu BGA.

Osoba przystepujaca do walidacji jest zobowigzana do przestrzegania zasad w zakresie przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej, ochrony §rodowiska oraz wymagan sanitarnohigienicznych obo-
wigzujacych w miejscu przeprowadzenia walidacji.

Instytucja certyfikujaca ma obowigzek udostepnic na stronie internetowej szczegétowe informacje nt. zestawu testowe-
go, przy ktérym uczestnik walidacji bedzie wykonywat zadania praktyczne.

4. Etapy identyfikowania i dokumentowania

Nie okres$la si¢ wymagan dotyczacych etapow identyfikowania i dokumentowania efektow uczenia sie.

7. Warunki, jakie musi spelniaé¢ osoba przystepujgca do walidacji

Brak warunkow

8. Termin dokonywania przegladu kwalifikacji rynkowej

Nie rzadziej niz raz na 10 lat






